[bookmark: _Toc39078344]1. 天线设计目标以及结果
1.1天线设计规格如下列表：
	Parameter
	Conditions
	Symbol
	Min
	Typ
	Max
	Unit

	工作频率
	　
	f
	24
	　
	25
	GHz

	极化方式
	　
	　
	线极化
	　

	天线增益
	　
	Gain
	　
	6
	　
	dBi

	E面波束宽度
	3dB　
	Wφ
	100
	　
	　
	度

	H面波束宽度
	3dB　
	Wθ
	100
	　
	　
	度

	E面旁瓣抑制
	　
	Dφ
	-15
	　
	　
	dB  

	H面旁瓣抑制
	　
	Dθ
	-15
	　
	　
	dB  

	天线驻波比
	　
	SWR
	　
	　
	2
	　

	特性阻抗
	　
	　
	　
	50
	　
	ohm

	板子尺寸
	长 x 宽 1T1R
	　
	25 x 35
	mm



1.2天线实际设计结果如下列表：
	Parameter
	Conditions
	Symbol
	实际仿真结果
	Unit

	工作频率
	　
	f
	24.2~24.8
	GHz

	极化方式
	　
	　
	线极化
	　

	天线增益
	　
	Gain
	6.4
	dBi

	E面±40°波束宽度下增益
	
	Gain
	2.6~6.4
	dBi

	H面±40°波束宽度下增益
	
	Gain
	3.4~6.4
	dBi

	收发天线隔离度
	
	
	‹-40
	dB

	E面波束宽度
	3dB　
	Wφ
	-35°~39°
	度

	H面波束宽度
	3dB　
	Wθ
	-40°~46°
	度

	E面旁瓣抑制
	　
	Dφ
	‹-15
	dB  

	H面旁瓣抑制
	　
	Dθ
	‹-15
	dB  

	天线驻波比
	　
	SWR
	2
	　

	特性阻抗
	　
	　
	50
	ohm

	板子尺寸
	长 x 宽 1T1R
	　
	25 x 35
	mm



PCB尺寸为35mmX25mm
总结1：以上指标与算法工程师沟通过，能满足算法设计要求。
总结2：天线设计中增加/减少70.7欧姆阻抗线的lamma/2长度（至少保证一个lamma/2存在），不影响天线性能，可用于不同PCB中布板
总结3：天线设计中需要注意地的分割和影响



[bookmark: _Toc39078347]2. 结合PCB实际工程应用仿真
结合PCB实际工程，对参考地做了分割如下图2.1，仿真结果与之前设计的结果比较接近，除带宽外其他参数满足规格书要求。
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图2.1分割地平面后的仿真模型
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图2.2  实际天线模型驻波比扫描
[image: ]
图2.3  实际天线模型2D方向图
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图2.4  实际天线模型3D方向图
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图2.5  实际天线模型收发端口隔离度
结合PCB实际工程的仿真结果：
实际天线PCB模型的仿真结果显示方向图、增益、旁瓣抑制等参数满足规格书要求；
[bookmark: _Toc39078348]3.   0.2mm半波长调节线段对比仿真
加入半波长调节线段用于阻抗匹配
3.1 初始1/2波长3.7mm仿真模型及结果：
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
3.2 调节为1个波长7.5mm仿真模型及结果：
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3.3 调节为1.5个波长11.25mm仿真模型及结果：
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可以看到不同半波长下的仿真结果差异较小，由于微带线长度增加天线增益有少量衰减。


[bookmark: _Toc39078349]附1：天线带宽影响因素
贴片天线带宽计算公式为：BW=(S-1)/QT   
（其中S为天线驻波比，这里定义为2）
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